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Abstract (en)
[origin: DE19653105C1] An electromagnetic relay including a U-shaped core yoke (5) carrying a bobbin with a winding (2), and a flat armature (9)
bridging the free ends (6a,8a) of the yoke (5) when the coil is excited. A switching tongue (14) is arranged in a plane approx. parallel to the armature
(9), and comprises a long strip fixed at one end and supporting at least one movable contact (14a) at the other. At least one pair of fixed counter-
contacts (12,13) are bridged by the tongue (14) in one of their switching positions. The switching tongue (14) specifically. made of ceramic consists
of a highly insulating material having a high degree of rigidity and slight relaxation properties at high temperatures, with a bridging contact (14a)
made of a high-conductivity material at its contact-making end.

Abstract (de)
Das Relais besitzt einen Spulenkörper (1), der vorzugsweise aus Keramik besteht, mit einer Wicklung (2) und einem U-förmigen Kernjoch (5),
dessen Enden von einem flachen Anker (9) überbrückt werden. Der Anker betätigt eine isolierende Schaltfeder (14) aus Keramik oder einem
ähnlichen Material, welche an ihrem beweglichen Ende mit einem Brückenkontakt (14a) zwei Gegenkontakte überbrückt. Das Relais kann auch bei
sehr kleiner Ausführung in hoher Umgebungstemperatur eingesetzt werden. <IMAGE>
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